共用部分：
1. 标记:
1) 在加快捷标记、无铅标记或生产周期时，只能加在盖油的基材或铜皮处，不允许加在走线上，以免影响顾客信号(如附图)；
[image: image1.png]



2. 线路、表面工艺：
1) 对PCB线路菲林上的一些断开的线头（指布线后留下的非功能的线路），按GERBER文件制作；宽度小于8mil的线头允许删除，但需要与客户确认；
3. 阻焊、字符:
1) 关于字符共焊盘的处理方式：只要是类似下图示所标识的共焊盘字符不用与客户确认，允许字符框上焊盘；
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4. 外形、拼板:
1) 对于客供板材：要求拼板利用率大于等于70%，如果达不到70%，需要与顾客确认生产拼板，所有单需将生产PANEL拼板图发给顾客存档；
2) 若板内或者拼板边无足够的非金属化孔作加工定位孔时，则在非线路的基材区域或拼板附边加非金属化孔（且相应刮铜皮，保证不露铜）；如果在板内添加，则需要与客户确认；
3) 其他拼板要求见附件：
                         
[image: image3.emf]a280.doc


5. 其他:
1) 工程确认除了发到制板说明中的邮箱外，linxingh@bravotechinc.com.cn需抄送到jinbingl@bravotechinc.com.cn;;caihaod@bravotechinc.com.cn

2) 需要核对文件名是否与字符上的型号一致，如果不一致需与顾客确认；
3) 需提供镀层切片报告；
预审部分： 无
CAM部分： 无 
_1445857814.doc
关于此客户拼板设计及要求；


适用范围：适用于外型不规格及尺寸较小的FR4 材料的PCB。


拼版设计及要求细节：

1. 拼版方式：为不影响单元PCB 的外围尺寸，原则上采用V-CUT 工艺，不规则外型采用锣槽加连接边工艺；

2. 拼版尺寸：为达到供应商材料利用率最大化要求，建议PCB 拼版尺寸不大于120MM*200MM；

3. 外型公差控制：对于进行拼版的PCB 单元外型公差按照+/-0.15MM 控制；

4. V-CUT 要求：

A） 厚度在1MM 以下选用角度为30 的V-CUT；


B） 厚度在1MM 以上选用角度为45 的V-CUT；

C） V-CUT 深度在上下各1/3 深度进行，具体可调整，具体以保证拼版质量为准；

5. 拼版连接方式推荐：


A） 对外型不是很规则的PCB 内连采用邮票孔方式（如BTI 目前的L 型板）；

B） 对单元之间的邮票孔连接方式，连接位置尽量不要靠近贴片用的焊盘，连接边的数量以保持一定PCB 硬度为准，避免SMT 是否PCB 过软，导致贴片不准及板断；
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6. 板边定位孔设计：PCB 四周需加工艺板边，宽10MM，定位孔4 个，需进行防呆设计(CAM制作添加时注意其中一个孔距板边尺寸要与其它三个不同)，位置不做规定，孔径为３MM；

7. 板边MARK 点设计：需在正反２面板边添加MARK 点，数量3 个，防呆处理(CAM制作添加时注意其中一个反光点距板边尺寸要与其它两个不同)，直径为１MM，具体参见下图；
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8. 多拼版交货要求：接受部分单元报废，但1SET中单元报废总数不能超过2Unit或报废单元数超过拼版单元数的25%（CAM在ERP终检“每SET最多允许废单元”处填写），对单元报废板需要报废单元上对角打“X”作标识，并单独包装。

9. 所有拼板文件都必须经过顾客确认方能下，若文件中有贴片需一并提供。










